北京九州一轨环境科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
证券简称：九州一轨                 证券代码：688485                         编号：2026-002
	投资者关系活动类别
	特定对象调研
媒体采访
新闻发布会
现场参观
	分析师会议
业绩说明会
路演活动
其他

	参与单位名称
及人员姓名
	2026年9月11日
国联民生 李思韦
竹润投资 李志虹
西南证券 戚添翔
中信建投基金 钱博文
广发基金 王鹏
真科基金 张聪
禾永投资 张文乾
2026年9月14日
东北证券 赵宇阳
东北证券 万陈鹏
东北证券 廖岚琪
2026年9月15日
国联基金 蒙维洒
长城机械 汪湛帆
东方基金 李昱奇
华夏基金 周天翎
2026年9月16日
天弘基金 邢少雄
盘京投资 张弋
国海证券 闫智
宏利基金 刘硕
秋收基金 李永磊
长盛基金 侯智中
宏利基金 丁申
天弘基金 陈祥

	时间
	2026年9月11日、2026年9月14日、2026年9月15日、2026年9月16日

	地点
	公司第一会议室、第二会议室

	上市公司接待人员姓名
	副总裁、财务总监兼董事会秘书 张侃
董事会办公室副主任、证券事务代表 衡欢乐

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、请介绍公司目前的业务情况？
回复：
北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九州一轨”）以声学专业研究为核心，构建了由“精准物理防治+声纹诊断开发”两翼协同的业务格局，并向城市轨道交通、工业与民用建筑、半导体精密加工等多板块延伸。
公司自科研院所孵化而来，深耕声学领域十余年，围绕“声音解构”技术方向，在减振降噪、声纹监测、分布式光纤传感等方面积累了深厚的技术功底，为两翼业务和多板块拓展提供核心技术支撑。一方面，精准物理防治面向城市轨道交通、工业及民用建筑、TOD上盖开发项目等应用场景，提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制式钢弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、聚氨酯减振垫、重型调频钢轨耗能装置等噪声振动物理防治产品与解决方案。另一方面，声纹诊断开发运用人工智能技术、声纹数据及状态监测体系，针对城市轨道交通等领域开展智慧运维、病害治理及结构安全方面的研究、开发和专业服务，目前已在北京、郑州等多个城市落地应用。
2026年，公司通过对苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”）100%股权的收购，正式切入半导体精密加工领域。晶禧半导体专注于高精度激光隐形切割技术在硅光芯片制造中的应用，可为客户提供晶圆激光隐形切割、减薄、分选检测等一站式精密加工服务。公司希望通过这一产业布局，进一步打通“激光切割工艺—光纤传感芯片—声纹监测终端”的产业链协同。
二、公司目前股东人数是多少？
回复：
截至2026年6月30日，公司普通股股东总数为8,192户。相关股东人数敬请关注公司定期报告股东信息部分披露的数据。
三、公司目前的研发体系和人才队伍建设情况如何？在知识产权和专利方面有哪些成果？
回复：
公司在声纹信息研究院和生态环境部城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心（筹）两大研发平台的基础上，集聚了一支由行业专家、科研精英与工程骨干等组成的多元人才梯队，依托与科研院所股东的深度产学研协同，构建起“前瞻研究-技术攻关-产品迭代-工程应用”的全链条科研创新体系。收购晶禧半导体后，公司研发团队进一步扩充了半导体精密加工领域的专业人才，形成了算法工程、软件工程、计算机科学与技术、道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、机械工程、建筑工程、土木工程、材料工程、自动化、电子信息等专业的高素质人才队伍，为公司产业升级提供了持续智力支撑。
公司拥有丰富的多样化专利，覆盖减振降噪、声纹监测、智慧运维、半导体晶圆精密加工等前沿方向。截至2026年6月30日，公司累计拥有专利158项，其中发明专利41项、实用新型专利114项、外观设计专利3项。此外，公司还累计获得软件著作权90项，知识产权储备共计248项。2026年上半年，公司新增申请发明专利11项、实用新型专利11项、软件著作权5项；获得授权发明专利4项、实用新型专利7项、软件著作权6项。
四、公司上半年研发投入情况如何？
回复：
2026年上半年，公司研发费用为1,007.95万元，占营业收入比例为10.69%，全部为费用化研发投入。公司已形成覆盖轨道交通减振降噪、声纹数字化监测和半导体精密加工的核心技术体系，有效推动现有产品不断迭代升级，为公司核心产品持续优化和新兴业务领域拓展提供了坚实保障。公司未来会动态优化研发资源配置，确保技术创新与业务发展需求相匹配。
五、公司如何看待轨道交通减振降噪行业的未来发展趋势？公司将如何把握这些趋势？
回复：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]城市轨道交通减振降噪行业正在从高速增长转向高质量发展，既有线路更新改造需求日益迫切，目前我国城轨运营里程位居世界首位，其中2015年前投运的线路占比接近28%，已逐步进入设备老化、性能衰减阶段，钢轨波磨、结构渗漏等病害凸显，叠加早年线路集中投产的传导效应，存量线路改造需求正快速增长，行业正从“密集建设”向“品质运维”跨越，大规模更新改造将成为新时期主题之一，为行业注入长期可持续的增长动力；噪声投诉问题日益突出，政策标准趋严驱动市场刚需加速释放，2025年全国338个地级及以上城市（不含三沙市）12345政务服务便民热线和生态环境、公安、住房城乡建设等部门受理的噪声投诉案件合计噪声投诉约683.3万件，较上年增加93.8万件。2025年11月，生态环境部审议并原则通过《城市轨道交通噪声排放标准》，首次为全国轨道交通噪声治理划定统一、刚性的排放管控底线，补齐行业环保标准短板，推动全链条降噪提标升级。
面对上述趋势，公司依托已构建的覆盖“研发-设计-生产-实施-运维”全流程的一体化服务能力，形成从技术研发到工程落地的完整产业链闭环，抢抓既有线改造机遇；深耕减振降噪核心技术，持续提升产品性能，适配不断趋严的环保标准；持续推进工业人工智能与轨道交通的深度融合，加速推进声纹数字化监测与智慧运维业务的产业化落地，提升公司核心竞争力。
六、公司目前募投项目和产能布局的进展如何？
回复：
公司目前募投项目和产能布局稳步推进，北方布局方面，噪声与振动综合控制产研基地（二期）已顺利通过联合验收，公司结合业务发展需要推动生产制造业务向河北廊坊基地集聚、办公及研发物业集中至北京房山，同时将产研基地部分建成不动产出租给合资公司北京通创九州金刚石科技有限公司用于金刚石芯片基板产业化，这些统筹安排既优化了产能布局与成本管控，也提升了研发决策与执行的响应速度；在北方布局持续完善的基础上，广东聚氨酯新材料智能生产研发基地已顺利完成从广州白云至佛山的新址搬迁，围绕聚氨酯减振降噪材料持续夯实生产能力与研发实力，各项经营业务有序开展。总体来看，随着生产资源逐步整合，公司资源配置效率有效提升，“南北双中心”高效联动的战略布局持续深化，能够更好匹配现阶段业务发展及募投项目后续落地实施的需求。
七、请介绍一下通创九州的基本情况？
回复：
北京通创九州金刚石科技有限公司（以下简称“通创九州”）是公司与江苏通用半导体有限公司（以下简称“通用半导体”）共同设立的合资公司，注册资本2亿元，通用半导体持股60%，公司持股40%，2026年4月完成工商登记。通创九州主要从事第四代半导体材料金刚石的研发、制造及加工，并推动金刚石在轨道交通、声纹传感等终端领域的产业化应用。
八、请介绍一下公司收购晶禧半导体的股权转让协议主要有哪些核心内容？
回复：
[bookmark: OLE_LINK4]根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司收购苏州晶禧半导体科技有限公司之股权转让协议》，本次收购的交易对方为陶为银先生，公司以现金方式收购其持有的晶禧半导体100%股权，交割日后向晶禧半导体增资，主要用于晶禧半导体补充流动资金、新产品研发和生产线改造升级。业绩承诺方面，陶为银承诺晶禧半导体2026年、2027年、2028年净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元，若未完成承诺将按协议约定进行补偿，同时设置了超额业绩奖励机制，若超额完成承诺可对奖励接受人进行奖励。公司治理方面，收购后晶禧半导体由公司委派执行公司事务的董事为晶禧半导体的法定代表人，公司有权向晶禧半导体委派财务总监（即财务负责人），经晶禧半导体执行公司事务的董事决定后聘任，负责晶禧半导体的核算和监督等相关财务工作；晶禧半导体副总经理及其他核心人员按《中华人民共和国公司法》和上市公司监管体系的相关规定要求进行设定和安排。详见公司于2026年3月28日披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的公告》（公告编号：2026-012）。
九、请介绍晶禧半导体的销售模式？
回复：
晶禧半导体在客户芯片结构设计阶段即介入评估与方案优化，从源头保障后续切割环节可精准匹配客户产品的量产需求，通过多轮认证、商务洽谈等方式获得订单后，晶禧半导体会根据客户订单需求，提供晶圆高精度隐形切割、晶圆减薄、芯片分选检测等全流程、一站式、专业化精密加工解决方案。经过多年的发展，晶禧半导体已经积累了稳定的客户资源、成熟的运营体系、专业的核心团队，在细分领域形成一定的竞争优势。
十、晶禧半导体的核心竞争优势体现在哪些方面？
回复：
[bookmark: _GoBack]晶禧半导体的核心技术壁垒主要体现在以下几个方面，一是业界领先的良率控制水平，晶禧半导体凭借99.8%的良率水平、微米级切割精度和国内稀缺的硅光晶圆激光隐形切割量产能力，已建立技术与客户双重壁垒；二是“设计阶段介入”的深度协同服务模式，晶禧半导体凭借业界领先的良率控制水平与“设计阶段介入”的深度协同服务模式，在客户芯片设计阶段即介入工艺评估与优化，从源头保障产品性能指标，与客户实现深度绑定，成为激光隐形切割技术在光模块/光通信领域的重要产业化应用平台；三是稳定的客户资源与成熟的运营体系，晶禧半导体积累了稳定的客户资源、成熟的运营体系、专业的核心团队，通过持续多年深耕细分领域，形成了一定的差异化优势。

	是否涉及应当披露的重大信息
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年9月16日





